（B42P）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	1
	一. 基本说明信息增加10，11，12
	20190218
	/

	2
	二. 孔、外形要求修改5，增加8，9。增加FPC要求
	20190218
	/

	3
	六. 标记要求增加3
	20190218
	/

	4
	增加第七点。
	20190218
	/

	5
	一. 基本说明信息增加13
	20190305
	/

	6
	八．叠层要求增加4.1.1
	20190305
	/

	7
	八．增加板厚公差要求4.1
	20191016
	/

	8
	八．增加板厚公差要求4.1.1
	20191016
	/

	9
	一. 基本说明信息增加14
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	10
	二. 5.(1)，(2)
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	11
	二. 9
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	12
	六. 2，3
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	13
	八．增加板厚公差要求4.1.1，4.1.2，4.5
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	14
	二.增加FPC要求2
	20200831
	502所产保会议纪要（兴森科技）20200822

	/
	优化刚性板工程客规
	20200907
	周炜专

	15
	B42P工程制作特殊要求（应P6KS要求，增加备注铣切白色垫板要求）
	20201226
	周炜专

	16
	铣切白色垫板要求改成黄色垫板（应P6KS要求，白色垫板有气味，需要替换）
	20210222
	周炜专

	17
	十五.其他要求；第11点（终检反馈需要机加图做报告）
	20210225
	周炜专

	18
	FPC要求.4
	20210624
	李冲

	19
	FPC要求.5
	20220214
	方荣昌110022军品顾客质量要求评审表

	20
	FPC要求.5
	20220321
	502所客户要求收集反馈单方荣昌2022-03-10

	21
	一.2出货报告
	20220516
	石少华增加502出货报告要求2022-05-11110022 

	共用部分第2.C）、FPC的第3点、4.6）、MI部分第2）
	出货报告、软板铜箔、过程控制、B42P工程制作要求的1.6、1.8、3.1、6.1、11.3、14.1、15.1、15.2
	20250422
	印制板产保要求更改清单（公开）刘致平2025-04-21110022军品顾客质量要求评审表

	QJ*及QJ*+宇航级产品特殊要求3.1.1
	芯板允许用7628，仅半固化片不允许
	20250818
	方庆玲通知


注：新增内容以蓝色字体显示。

共用部分：
一、刚性印制板通用要求(含刚挠板、挠性板)：

1. B42P的订单分为正样、初样、模样，当标有“※（宇航级要求）”的为正样/初样。验收标准为QJ*和QJ*+宇航级时，按附件要求执行；当标有模样的订单为国军标，要求见国军标。
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2、出货报告（每批次）增加

A、PCB归档说明卡、加工技术说明；（均在在下图docx文件中）

B、机加图

注意：所有订单预审将下图文件重新命名（生产型号前八位机加图/归档说明书），并放到如下路径\\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\B42P专用\
[image: image1.emf]QJ*及QJ*+宇航 级产品特殊要求.wps
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放置到路径下面的文件,如下图效果:

C、金相切片检测报告 （不用孔电阻报告、互连电阻报告。）

FPC要求（挠性、刚挠板）：

对于刚挠板，当挠性区厚度不便测量时(如:挠性段过短等)，应提供挠性区域厚度测试的附连板，每张挠性基材两面均设计有相同的敷铜区域，并覆以相同的覆盖膜。测量挠性区厚度时，测点应位于覆铜区中央，具体设计要求如图10所示：
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  2.叠层设计：

  不允许设计通槽流程，为了避免刚挠结合处藏锡珠问题只能设计半槽并先喷锡再开盖。流程设计为：“阻焊-钻透气孔-打印字符-…-固化-…-红胶带封透气孔-喷锡-…-开盖-…”流程,否则需要进行评审 。

  3.柔性部分铜箔：RA压延铜。
  4.MI部分

1）MI功能检查备注：提供柔性处厚度（分层结构时提供单个柔性结构处厚度）和刚柔处总厚度理论值及公差；出货报告中体现柔性处厚度和刚柔总厚度的实测值。

2）最小正凹蚀0.005mm，最大正凹蚀 0.051mm，但PI材料要求可见正凹蚀，不要求具体数值。

3）热风整平流程和终检备注: 不接收刚柔板连接区藏锡。
4）喷锡前外露软板的流程,请在外形备注: 喷锡前外露软板的刚挠板每Unit X-RAY扫描并截图保存，生成纸质档X-Ray报告随货交付。

5）喷锡后开盖外露软板流程,不用拍X-Ray照片，请在终检备注:报告后附单页说明：“本型号采用喷锡后开盖外露软板流程，不会藏锡珠。”并盖品质检验章。

  6）型号备注: 挠性区域印制板不允许返工返修


MI部分：
1）功能检查、包装备注：出货请提供PCB归档说明卡、加工技术说明、机加图

2）B42P宇航级产品

【挠性、刚挠、刚性板共用要求】

1. 钻孔工步MI备注：≤2.5mm的孔，使用新刀，<0.5mm的过孔钻刀寿命设置1000次以内。
2. 型号备注：18μm铜箔棕化、层压、图形电镀、外光成像、喷锡不允许返工。  
3. 铣板：铣出2个附连板给实验室做切片，铣出双倍垫板随板周转至包装。
4. 低阻测试：对孔径≤0.6或厚径比≥6:1的孔进行四线导通电阻测试，其余孔沿每块板对角线方向各抽取5个孔，进行四线测试。
5. 电子测试参数：测试电压250V (0.13mm以上导线间距)，不同网络间绝缘电阻≥10 MΩ；同一网络开路电阻2Ω(特殊网络除外)。软板、刚挠板电测的绝缘电阻值按100MΩ设置。

_1234567890.doc
B42P  QJ*及QJ*+宇航级产品特殊要求

（新增内容以蓝色字体显示。）


注1：制板说明与客规要求冲突时，以制板说明要求为准。



注2：客户说明中印制板参数需原样转换到生产指示中。(例如：客户要求成品板厚及公差1.0+/-0.1mm，不能写成1.0+/-10%mm。)


注3：Nope更改单，调单，Nope单制都要按最新要求制作。


注4：标识“※（宇航级要求）”，为宇航级产品专用；其余为QJ*和宇航级共用要求

注5：挠性或刚挠板订单如为5型板，是指挠性或刚挠结合多层PCB，包含2层或更多导电层，无镀覆孔。1~4型板同GJB7548A-2021定义。

一．基本制板要求


1.板材：如果顾客没有特殊要求，板材默认使用高Tg板材。


2.阻焊颜色：绿色；


3.字符颜色：白色；


4.铜厚：内层铜箔厚度35μm；表层起始铜箔厚度18μm。


5.验收标准：非宇航级订单的验收标准为QJ 201B-2012/QJ 831B-2011,宇航级订单的验收标准为：QJ 201B-2012+宇航级/QJ 831B-2011+宇航级(如果是宇航级订单销售会特殊说明)。


6.标记：①如果顾客没有其他特殊要求，则允许增加我司LOGO（如下图）和内部追溯号（批次号-PNL号-PCS号[001-01-01]），除此之外不允许加其他标志；②只能在顶层字符距离焊盘较远的基材空白区域。
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7. ※（宇航级要求）宇航级订单的工程问题确认统一发给办事处业务员处理。


8.表面处理：有铅喷锡


二.板厚&公差

1.预审叠层按照板边基材区测量厚度的规则设计。


2.当外层基铜＜2OZ时，忽略PCB加工说明卡中板厚公差说明，成品板厚和公差统一按：当成品板厚＞1.0mm时，板厚公差按±10%；当成品板厚≤1.0mm时，板厚公差按±0.1mm。


3.当外层基铜≥2OZ时，经评审确定后，与客户EQ确认成品板厚及公差。


4. CAM终检增加工艺备注：板厚测量要求：(1).按照双面有铜铅锡区板厚±10%进行管控，优先测量板边8mm双面有铜铅锡区，若没有有铜铅锡区，优先测量板边8mm双面有铜阻焊区，其次是板边8mm单面有铜阻焊区，若板边8mm都无铜，则测量板边8mm无铜盖油区。(2).当成品板厚≤1.0mm时，板厚公差按±0.1mm进行管控。


三.叠层设计


1.当内层设计铜厚≥2OZ时，需满足如下要求：


①禁止使用7628的半固化片，芯板允许含7628的半固化片；


②使用半固化片优先顺序106＞1080＞2116；


③半固化片的含胶量≥50%；


④介质层必须包含2张及以上的半固化片。


2.半固化叠层应采用完全对称结构(叠层设计成镜面对称结构，叠层对称包含盲孔结构中的盲孔板及通孔板)，禁止采用奇数层设计，以减少翘曲问题的发生。


四.翘曲


1.印制板对角线长度＜400mm，翘曲度≤0.5%，翘起高度≤1.5mm；


2.印制板对角线长度≥400mm，翘曲度≤0.5%，翘起高度≤2mm；


3.当以上要求无法满足时，经评审确定后, 与客户EQ确认翘曲控制要求。


4.注意将明确的翘曲要求在“终检-功能检查”备注。


五.钻孔


1.机加图中标示出的金属化机械安装孔公差：±0.05mm；其它PTH孔：±0.075mm；


2. NPTH孔公差：±0.05mm；


3.最小钻孔≥0.25mm，板厚孔径比≤8:1。


六.线路


1.印制导线宽度/间距公差：线宽＜6mil  公差±10%；线宽≥6mil  公差±20%。


2.金属孔禁止做负焊盘（单面或者双面），如果顾客有这种设计需提出确认，两面的焊盘需按照常规参数正常设计。


3.禁止过孔设计在表贴元器件焊盘上，如果有这种设计，需提出与顾客确认。


4.禁止任意元器件之间采用共用焊盘的设计（微波、高频电路有特殊技术要求的除外）。


5.多层板的内层正负片都需按照单边1.27mm（50mil）削铜。


6.内层隔离环最小单边10mil。


7.成品元件孔外层孔环宽度不小于设计值的80%。


七．阻焊要求


1. 单元板内MRAK点开窗整体尺寸=3倍MARK点直径。


八.过孔工艺


1.过孔工艺采用树脂塞孔


2.成品孔径＞0.55mm的过孔，如果存在盘中孔设计，则与顾客确认做树脂塞孔；非盘中孔设计，则正常加阻焊开大窗处理。


3.树脂塞孔需要做包覆铜，包覆铜和盖覆铜最小厚度要求12μm，最小包覆距离25μm，允许盖覆铜凹陷或凸起最大不超过2mil；（在板镀或负片电镀工序填写）。 


九．字符要求


1. 字符和标记应清晰可辨，不能重叠，字高应大于1.0mm(40mil)，字符线宽不小于0.15mm(6mil)。


十.序列号要求


1.非宇航级订单需要与客户确认加序列号。


2. ※（宇航级要求）印制板序列号：


①印制板在顶层字符增加序列号(如果顶层字符无空间，进行EQ确认)；


②格式为：FP+生产年月-批次号-阶段标记-交货单元总数-单元编号（比如:此次共交货5块，则印制板序列号为：FP202002-001-C-5-001，FP202002-001-C-5-002，……，依次类推）。


解释如下：


*FP：字母“FP”代表兴森科技；


*生产年月：签署下单合同的年份和月份，比如202002；


*批次号：订单的生产批次，比如001(由销售提供)；


*阶段标记：由客户提供，用一个字母表示，比如“C”,“Z”等；


*交货单元总数：交货数量；


*单元编号：按照交货数量从001开始排列，与前面的印制板使用的阶段之间用“-”分隔。


③允许序列号断号制作。需要将印序列号流程调整为：字符[字符→印序列号→终固化]。


④注意强调: 印制板和附连板的批次号必须一致。


(4).后续旧单(Nope单)印制板序列号都按以上方式制作。


十一.外形要求


1.外形尺寸公差+/- 0.1mm。


2.此顾客的成品外形公差如果是非对等公差，则在ERP的报价条件，流程指示的开料工序、终检工序都需填写调整前的成品尺寸，铣板工序需填写调整前的外形公差；文件中的外形按正常调整为对等公差，在铣板工序备注调整后的成品尺寸和外形公差。


3.成品涨缩：±0.1mm以内。测量方法为：测量印制板工艺边（适用时）上靠近四角的mark点，分别测试印制板S（短边）、L(长边)以及对角线三个方向。出具图纸。满足不了时EQ。


十二.拼板要求


1.当成品尺寸小于50*50mm或者异形板时（非规则外形），需要与顾客确认拼板制作。


2.拼板尺寸最大不能超过200*150mm，工艺边最小3mm，附边上的MARK点优先设计圆形，直径1.5mm，阻焊开窗整体尺寸=3倍MARK点直径。


3.如果采用V-CUT连接，V-CUT余厚为板厚的1/3，V-CUT角度30°或者45°；如果采用桥连连接，桥连长度≤2.54mm，桥连宽度≤2mm。


十三．PNL制作要求


1.CAM PNL封边按照纯阻流块的方式设计。


2.※（宇航级要求）需增加全套的航天测试条。


3. ※（宇航级要求）附连板htab编号(指进机号-批次号-PNL号要加在附连板htab上)：


①附连板(切片胶体)编号选择用每个型号的唯一编码；格式为：进机号-001-001，进机号-001-002，…。注意：每个生产PNL中测试条编号唯一，不允许重复。


如“050502G5328-001-001”，其中进机号“050502G5328”中的050502可省略，对应前面的“001”表示批次号；后面的“001”表示“PNL号”，“PNL号”按照PNL进行顺延，第一个PNL对应为001；第二个PNL为002，依次类推。


②如果客户提供进机号，预审进行指示，附连板就用唯一编码，如果进机号栏空着，附连板就空着不加进机号，只加编码；对应前面的“001”表示批次号；后面的“001”表示“PNL号”，“PNL号”按照PNL进行顺延，第一个PNL对应为001；第二个PNL为002，依次类推。


③注意强调: 印制板和附连板的批次号必须一致。


(4).后续旧单(Nope单)附连板(切片胶体)编号都按以上方式制作。


*文件设计示例：在对应wzh-to层，进行制作；
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*MI流程编写示例：会在字符工序备注对应拼板位置号图纸，进行说明。
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*对应位置号图纸说明示例：
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附-备注图纸描述：


如图两个HTA/B测试条上丝印位置号，对应两个HTA/B测试条位置号保持相同，具体加法如下；


1.“G6367-001-001”对应前面的“001”表示批次号；后面的“001”表示“PNL号”；


2.批次号以销售提供的为准；


3.“PNL号”按照PNL进行顺延，第一个PNL对应为001；第二个PNL为002，依次类推。


十四.凹蚀


1.最小正凹蚀0.005mm，最大正凹蚀 0.04mm。


2.※（宇航级要求）三层板及以上需要做凹蚀工艺，注意按照《CAM制作规范》中的宇航级凹蚀要求设计叠层和生产流程。


十五.其他要求


1. 孔位公差  ±0.1mm。满足不了时EQ；


2.印制导线宽度/间距公差：线宽＜6mil  公差±10%；线宽≥6mil  公差±20%

3. PCB孔粗糙度≤30μm(图形电镀或负片电镀备注)。


4. ※（宇航级要求）需要做孔电阻测试和互连电阻测试（需CAM提供互连电阻测试图纸）。


5.焊盘表面铅锡厚度应满足：BGA类的焊盘2μm-30μm；其余焊盘≥1μm；用于散热的大面积铅锡盘，铅锡应完全覆盖表面，导体不应裸露。

6. ※（宇航级要求）宇航级产品禁止机械校平，取消“烘板整平”流程。

7. 光绘底片保存时间一般为5年，报废的菲林需要做好标识单独存放。


8. ※（宇航级要求）铣板、终检[外观检查]工序备注“铣切黄色垫板”


11.机加图需要完整提供给终检（终检做报告需要用到），包含机加图中如下类似“技术要求”；如客户未提供机加图，反馈客户提供。
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